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Ein vielseitiger Test-Chip für die thermische Charakterisierung: 
Thermotest-Chips stellen ein effektives und kostengünstiges 
Werkzeug für eine Vielzahl messtechnischer Anwendungen dar. 
Von der Materialcharakterisierung über die Package-Analyse 
bis hin zur Prozessoptimierung scheinen die Möglichkeiten fast 
endlos zu sein
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Leiterplattenhersteller aus der Luft- & 
Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik 
setzen ihr Vertrauen auf Ventec’s AS9100 
Rev C-akkreditierte Lieferkette für 
hochzuverlässige Basismaterialien und 
Prepregs. Von der Herstellung bis zur 
Lieferung ist unser gesamtes qualitativ 
hochwertiges Produktportfolio von Polyimiden, 
FR4 und unserer ‘tec-speed’ Serie von High-
Speed/Low-Loss   Materialien abgedeckt. 
Ventec - Ihr strategischer Partner für Ihre 
sicherheitskritische Lieferkette!

Ventec International Group 
T: +49 (0)6352 75326-0  
E: contact@ventec-europe.com  

  Follow @VentecLaminates

Höchste 
Qualitätsstandards für 
Aerospace & Defense 
durch AS9100 Rev C 
Zertifizierung

www.venteclaminates.com 
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FAIRTIN von Stannol

Für nachhaltigen Zinnabbau unter fairen  
und ökologischen Bedingungen.

Mit FAIRTIN hat Stannol als erster Lötmittelhersteller eine 
Serie von fairen Loten und Lötdrähten für die industrielle 
Fertigung entwickelt. Damit ermöglichen wir unseren 
Kunden, einen Schritt weiter in Richtung nachhaltiger 
und ökologischer Fertigung zu gehen. Für mehr Informa-
tionen sprechen Sie uns an!

www.fairtin.de
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Probleme bei goldhaltigen Lötstellen auf einer Leiterplatte: Eine dicke 
Goldauflage ist hier – nicht nur von den Kosten her – ungünstig
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